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La memoria è collegata 
direttamente ai

processoriMemoria DDR2 a basso 
consumo energetico
 ed elevata ampiezza

di banda

Doppio sistema grafico PCI Express®

che supporta ampiezza di banda x16 
su link HyperTransport dedicati

Il link della tecnologia
HyperTransport™ dispone
di un’elevata ampiezza di 
banda per dispositivi di I/O 
e grafica x16 PCI Express®

Percorsi separati per memoria
e I/O in modo da ridurre

conflitti a livello del bus

I processori sono collegati 
direttamente tra di loro;

i core sono collegati sul die

La memoria varia
in funzione del 

numero di processori
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Gli I/O e la memoria condividono
lo stesso bus FSB; l’accesso alla 

memoria impegna ulteriormente
il bus FSB

La memoria FBDIMM di 
prima generazione utilizza 
più elettricità e ha una
latenza superiore a quella 
della memoria DDR2

Viene supportato un 
solo link grafico x16 PCI 

Express® per sistema3

Accesso alla memoria ritardato
in seguito al passaggio attraverso
l’hub MCH
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